


Copyright 2026. DHK Solution. All rights reserved.

디에이치케이솔루션 소개 (YC 그룹 소개)

디스코 및 디스코 기술 소개

Recruiting
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§ 반도체 테스트공정에 관한 소재 · 부품 · 장비가 핵심 사업 분야

§ 반도체 생산 단계별 다양한 역할을 하는 계열회사를 통해 사업적 시너지 극대화

Diamond Tool

정밀 공구 기
구 조립

Semiconductor 
Test Equipment

Fine Ceramic 
/ Material 

Saw/grinding
Mechanical Engineering

정밀 공구 기
구 조립

SMT & 
Automation

EXICON

산업용 정밀 공구Industrial Tool

Semiconductor
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· Back Grinding
· Wheel

· Memory
· Wafer Tester

(DRAM, Flash etc.)

· Dicing Saw
· Laser Saw
· Back Grinding / Polishing
· Blade & Wheel

· Memory Tester
· Storage Tester
· SoC Tester
· Test House

Silicon Wafer Process Wafer Test Assembly & 
Package PKG-Test

정밀 가공 / Test Head, Frame etc.

Probe Card 
Fabrication

Wafer Making

· Electroplated Wheels
· Metal Bond Wheels

§ 반도체 생산 단계별로 다양한 역할을 하는 관계사를 가지고 있으며 산업 영향력과 상호 보완을

통해 사업적 시너지가 발생할 수 있도록 조율 및 확장

LTCC
Probe Card Ceramic
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·부품 ·
장비 강소기업 100선정
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·
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유지보수

DISCO 장비판매 기술지원·유지보수장비 소모품 판매

日 DISCO社의 장비와 소모품 판매 및 기술지원

“ 반도체 공정 장비 중 Grinding, Sawing 장비 세계 시장 점유율 70% 이상을 차지하는

日 DISCO社의 장비를 반도체 회사 고객에게 독점 공급하고 있는 Total Solution Provider ”
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기본 트레이닝

“Always the best, Always fun”

§ 높은 지식과 경험이 있는 트레이너들이 고객 및 신입사원들에 대한 전문적인 트레이닝을

통해 즉시 현장에서 활약 할 수 있는 엔지니어가 될 수 있도록 지원

Dicer 교육

Laser 교육

Grinder 교육

“ 엔지니어 양성 ”
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EUROPE
CHINA

AMERICA

JAPAN

KOREA

SINGAPORE PHILIPPINES

TAIWAN

62 sites
지점 / 대리점

7,349
임직원 수

※ World Wide
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작게 잘라 나누는 ( Kiru) 얇게 갈아내는( Kezuru) 거울처럼 닦아내는( Migaku)

* 머리카락
단면
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모집 분야 지원 요건 및 우대사항 담당 직무 채용인원 근무지

장비
엔지니어

- 전공 무관

(공학계열, 일본어학과 우대)

반도체장비 Set-up,
Maintenance

00명
아산

∙
동탄

영업
- 전공 무관

- 비즈니스 일본어 가능자

반도체
장비, 부품 영업

0명 판교

■ 모집내용

- 작성안내 : 당사 홈페이지( www.dhk.co.kr ) 지원양식 다운받아 작성

■ 지원접수기간 : 5.26 ~ 6.14
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1) 근무시간 : 09:00 ～18:00 (주5일 근무)

2) 급여수준 : 대졸 신입 기준 기본급 3,800만원/년

차량유지비 및 각종 수당, 4회/년 인센티브 지급

3) 복리후생

■ 처우 및 복리후생




